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Standard Addition Module

 

P&T Purge』『Desorb』『Bake

『Purge』設定温度：180℃

『Desorb

『Bake』設定温度：240℃
　トラップした水分を気化させて排出

オートサンプラーとの組み合わせにより内部標準液をサンプルへ自動添加することが可能です。

内部標準ボトルに一定のガス圧を印加し、マイクロ流体バルブを開閉することでオートサンプラーから

送液されるサンプルに内部標準液を添加します。内部標準液は2種まで添加することができます。

またマイクロ流体バルブの開閉時間を変化させることで、添加量は1，2，5，10，20μLから任意に

設定が可能です。

Foam Buster

Foam Sensor

ブロック





W
hi
te

   
 G

ree
n  

  　
Violet   Orange      Blue        Yellow      Purple       Red   Blue/G

reen　
　

 S
ta

nd
by

   
   P

urg
eRead

y～
Trans

fer 　 PreHeat     P
rePurge～DryPurge      Purge End    Desorb Ready    Desorb PreHeat～Desorb   Bake    Depressureize/CoolDown

TruColour
TM

LEDでステータスを9色で表現
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冷却仕様/フロント保温カバーをはずした状態

仕　　様

・キャリアガス仕様
99.9995％　He又は99.9999％　H₂
・パージガス仕様
99.9999％　He又はN2（推奨）
・電源仕様
115-230 VAC 50/60Hz

●ユーティリティ

●電子コントロール
・500のメソッドファイルが登録可能
・全ての加熱ゾーンに自己診断機能あり
・リークチェック機能あり
・ベイク時には洗浄水をスパージ管内で加温
 することにより、キャリーオーバーを低減します
・WindowsベースのPCソフトウェア
・TruColourTMLEDにより装置ステータスを
　9色で表現

●トラップ
・3.2㎜O.D.×2.2㎜I.D.
・直接抵抗加熱 
・電子圧力モニター付
・最大加熱温度：450℃
・300℃まで加熱レート1000℃/分

・最低冷却温度：周囲温度+1℃
・240℃/分の冷却レート
(200℃より30℃へ約50秒)

●ウォーターマネージメント
・水分を除去する機能
・96％の水分を除去

・最大加熱温度：240℃
・最低冷却温度：周囲温度+1℃

・極性化合物に影響されません

●通信ポート
・RS-485ポート－USB変換
　（PC側USB)
・RS-485ポート－LV20型 
・Relay I/O A ポート
・Relay I/O B ポート
・I2Cポート

●主なオプション
・Standard Addition Module
(内部標準自動添加モジュール)

・Foam Buster(泡破砕器)
・Foam Sensor(泡検知器)
・Sparge Overfill Sensor
(スパージオーバーフィルセンサー)

・Infra-Sparge Sample Heater
(インフラスパージサンプルヒーター)

但し、Foam Sensor、スパージオーバー
フィルセンサー付帯時は最大温度６０℃
となります

●設定温度範囲
・トランスファーライン
周囲温度から325℃

・バルブオーブン
周囲温度から350℃

・サンプルインレット
周囲温度から200℃

・インフラスパージサンプルヒーター
周囲温度から200℃
加熱レート
30℃/分(5mL)、17℃/分(25mL)

●オートサンプラー
・Model 4551A
水専用オートサンプラー
サンプル本数：51本　バイアルサイズ40mL
サイズ：400㎜(W)×370㎜(H)×460㎜(D)
必要電源：100-230 VAC 50/60Hz

・オプション(冷却仕様)
別途冷却水循環装置必要

直接抵抗加熱式トラップ

GC S/SL inｌetインターフェース

16℃/秒以上の高速加熱脱着が
サンプルの広がりを低減。
サンプルプレヒートも不要。

直接抵抗加熱式トラップでバンド幅をシャープに
ニードル刺し方式によりコールドスポットもなくスプリット注入も可能
ノンクライオで濃縮を実現

吸着の無い不活性な
加熱インターフェースの
サンプルパス構造


